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環境問題や資源の枯渇などを含め、地球と共存していく社会を築いていくためには、
SDGにも謳われているように各方面においてロスされるエネルギーをできるだけ低
減する技術を確立することが望まれている。この観点から、摩耗による機械エネル
ギーから熱エネルギーへの転換もできるだけ低減する必要があり、我々はメッキと
いう耐腐食性技術に耐摩耗性を付加させる技術開発を行っている。今回、金属メッ
キの上に成膜された高強度カーボン膜（DLC）の密着性を向上させる一助として、
接合界面を観察する必要が生じ、集束イオンビーム加工装置（FIB）と透過型電子
顕微鏡（TEM）を用いることにより、断面観察を行った。

実験
Experimental

電解メッキにより生成されたクロム層のうえにカーボン膜を成膜した。この膜
をSEMにより観察するとともに、ガリウムイオンを用いたイオン光学系を有す
るFIBにより加工を行なった。具体的には粗堀および中堀加工後にサンプルをマニ
ピュレータによって抽出し、薄片化加工を行ない、透過電子顕微鏡にて電子線が透
過するまで薄くした。このように作成された試料を透過電子顕微鏡を用いて組成分
布、各部位の結晶構造、形成される組織を調べた。

結果と考察
Results and Discussion

図１にマニピュレータによるサンプル抽出の状況を示す。（最表層の観察のために
表面が保護されている）このようにイオンビームによるダメージを避けるために表
面保護層を蒸着した後、電顕試料を抽出した。図２には構造解析の一例としてメッ
キ層から得られた制限視野回折パターンを示す。回折リングはすべて bcc-Cr とし
て指数付けができ、母相となるメッキ層がある程度の集合組織を有していることが
示唆された。一連の実験結果から蒸着層の構造に関する情報を得ることができ、今
後の研究開発を加速することができた。
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図１ FIBによるサンプルの抽出
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図２ 制限視野回折パターンとその同定
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